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AIAI在终端运用增长在终端运用增长，，成为手机成为手机、、电脑新卖点电脑新卖点
■中国城市报记者 孙雪霏

相较于依托数据中心、通
过处理巨量数据给出洞察建议
的云端AI，终端侧AI多在拍
照、安全、联接等领域扮演并不
显山露水的赋能角色。随着终
端侧AI技术的不断进步，叠加
智能手机和PC（个人电脑）市
场漫长的累库周期已过，产能
逐渐恢复，市场开始将AI与终
端的融合视为新的创新锚点。

如今，终端侧AI正在走向
台前，成为手机、电脑厂商的新
卖点。虽然目前尚未出现真正
的“杀手级应用”彻底改变市场
格局，但端侧大模型竞赛已趋
白热化，手机、电脑未来将如何
被重塑？

消费电子景气度底部改善
AI成为新卖点

vivo 在 11月 1日举行的
开发者大会上，展示了其AI解
决方案中的前沿技术——“蓝
心小V”。这款由vivo自研大
模型加持的智能手机助手，不
仅能高效检索照片和文件，还
可在复杂场景下实现路人消除
功能，甚至助力用户提炼论文
要点，以及创作社交媒体内容
和生成思维导图。

vivo并未明确表态这些功
能是否完全基于终端。但据透
露，为“蓝心小V”提供支撑的
自研蓝心大模型矩阵中，70亿
参数版本已落地移动终端，而
更高级的130亿参数模型也已
实现终端侧跑通。11月13日，
vivo 即发布了搭载“蓝心小
V”、端侧支持 70 亿大模型的
X100系列手机。

与此同时，三星于11月8
日展示了其 Gauss 大模型，
OPPO则计划于 11月中旬公
布安第斯大模型的最新进展和
特性。这些动作紧跟在10月
下旬小米、荣耀公布其自研端
侧大模型进展之后。不到一个
月，几大主流安卓手机品牌齐
聚端侧大模型赛道。另一方
面，华为则早在8月就宣布其
智慧助手“小艺”已经接入了自
家的盘古大模型能力。

将经过精细训练的大模型
引入终端设备，已是终端与芯
片行业新一轮技术竞赛的核
心。2022年11月，OpenAI发
布聊天机器人ChatGPT，迅速
引发了全球范围内关于大模型
的AI热潮，互联网、云服务和
AI领域企业纷纷入局。如今，
这场技术革命之“火”从云端烧
到终端。

为端侧大模型提供底层算
力的芯片领域火药味渐浓。10
月下旬，高通在骁龙峰会上发
布新款旗舰处理器第三代骁龙
8，成为首个在手机终端侧支持
百亿参数大模型的芯片平台。

该平台基于Stable Diffusion
模型，其文生图功能的运行速
度由2023年一季度的15秒提
升至仅需0.6秒。在此次峰会
期间，小米、荣耀也宣布了各自
可运行于高通平台的自研大模
型进展。

联发科则抢在高通发布会
前夕，公布了与OPPO、vivo在
端侧大模型上的合作。11月6
日，联发科在其新款旗舰手机芯
片“天玑9300”发布会上，展示
了其在AI大模型领域的实力。
这款芯片不仅支持70亿参数规
模大模型落地，还成功地在端
侧运行了130亿参数模型，并
正在探索端侧运行330亿参数
大模型的可能性。在展示用例
中，联发科称，基于这款芯片的
文生图速度已降至不到1秒。

PC芯片领域，竞争亦在白
热化。高通在骁龙峰会上发布
了其新款 PC 处理器骁龙 X
Elite，AI特性成为最大卖点。
与此同时，英特尔也计划于12
月发布集成NPU（神经网络处
理器）的新品“酷睿Ultra”，意图
直指AI PC市场。根据市场调
研机构 Counterpoint 数据，
2023年三季度全球智能手机与
PC两大市场均录得环比增幅。
在触底期已过的乐观预期下，市
场对AI的提振作用寄予厚望，
认为AI PC可能会在2024年
推动新一轮出货反弹，并有望在
2026年后主导PC市场。

大模型塞进终端
效果几何

塞进AI大模型的终端设
备，究竟会有什么不同？华为
在今年 8 月的新产品发布会
上，基本奠定这一轮手机端侧
大模型落地基础应用——智能
助手。升级后的变化在于手机
助手从原先仅限于语音交互，
扩展为支持语音、文字、图片和
文档等多种输入形式，并能从
单纯的准确指令执行，进步为
自然对话。

几乎与华为同步，小米也
在8月对其语音助手“小爱”进
行了大模型赋能，实现了从过
去较局限的固定对答语库向复
杂指令交互的升级，极大地增
强了处理复杂指令的能力。此
外，小米还宣布成功在手机端
跑通了自研的13亿参数模型，
部分场景效果比肩云端的60
亿参数模型，并在10月进一步
将端侧大模型参数升至60亿。

小米技术委员会AI实验
室的负责人栾剑在接受中国城
市报记者采访时表示，传统的
智能助手由于需要精确指令才
能给出正确反馈而被许多用户
视为不实用。他提到，大模型
技术可在复杂指令和多轮交互
上带来全新体验，使得用户可
以更自然、随意地与AI进行交
流。此外，在生成能力上，AI
不再仅仅是娱乐工具，而是成
了一个实用的助手。

在高通骁龙峰会上，荣耀
展示了其YOYO助手通过大
模型技术，帮助用户以语音搜
索手机中的影像，并按指令生
成视频的能力。而vivo的策
略有所不同，推出了独立的
GPT产品蓝心小V，而不是升
级原有的手机助手。vivo解释
称，选择相对保守的应用方案
缘于用户仍可能延续使用习
惯。两款产品可能会在未来成
熟后融合。

相较于终端厂商，芯片厂
商携合作伙伴展示的使用场景
更轻量和聚焦。例如，高通与
慧鲤科技合作推出的“照片扩
充”功能，可以通过AI补全已
拍摄照片的周围景观，创造广
角效果。联发科则展示了更贴
近中国市场的应用，比如快速
生成表情包的“文生趣图”。此
外 ，高 通 合 作 伙 伴 元 智 能
（RWKV）也展示了于手机端
侧生成音乐的能力。

在PC市场上，AI也是新一
轮角力之处。Counterpoint
高级分析师William Li表示，
从硬件角度看，苹果搭载M系

列自研芯片的Mac系列PC已
具备AI PC的特性。而随着英
特尔和高通新款芯片的推出，预
计到2024年上半年，我们将看
到更广泛的AI PC应用。

手机端侧大模型瓶颈：
性能和能耗难平衡

高通公司总裁兼CEO安
蒙（Cristiano Amon）曾就如
何将大模型装入手机提供了深
刻见解。他表示：“尽管大模型
在训练和调优上存在差异，其
参数规模越大，通常意味着模
型能力越强。”安蒙详细说明了
量化技术在优化模型训练过程
中的重要性，其不仅确保了减
小模型参数时不会对准确性产
生显著影响，还能实现模型计
算的高效率。他进一步解释
说：“我们的核心任务是实现模
型的极致精简，甚至是转换浮
点模型计算为更高效的低比特
定点模型计算。”

受制于终端设备处理器算
力、内存和存储容量及电池续
航等各方面瓶颈，与云端动辄
成百上千亿参数的大模型相
比，端侧大模型参数量目前堪
堪触及百亿，差距一望而知。
因此，业界多计划采取端侧大
模型搭配云端大模型的混合式
AI路线。

元智能联合创始人罗璇认
为，未来半年到一年，手机端将
能跑通140亿及以下参数规模
的大模型，PC端则有望容下
600亿参数的模型。在此情况
下，云端与终端亦不会是割裂
状态。他说：“未来可能出现的
情形是，手机上运行一个140
亿参数的大模型作为OS（操作
系统）的‘发动机’，而云端则运
行一个比GPT-4更大的模型，
作为整个下一代互联网的底
座。这两者将相互配合，如同
当前的本地软件与互联网。

手机厂商中，vivo采取了
矩阵策略，其蓝心大模型包含
70亿及以下参数的端侧版本

和700亿、1300亿、1750亿参
数的云端版本。vivo副总裁、
vivo AI全球研究院院长周围
称，虽然目前70亿参数模型已
能较好支持文档摘要、拆解等
功能，但要具备中台级的上下
文理解能力、接近类人思维能
力的“智能涌现”——一个标志
性的500亿参数门槛，还需要

“再往上走走”。因此，130亿
参数大模型成为实现智能体的
更好选择。但截至目前，130
亿参数大模型的内存占用已接
近7GB，这几乎是高端智能手
机12GB内存的一半。除去大
模型占用后，就只剩下了类似
中端手机的内存性能。

相较于内存占用，罗璇认
为，能耗是更大的瓶颈。他指
出：“内存是可以增加的，但电
池容量的提升却受限于电池密
度的挑战。”他认为，当前大多
数大模型基于Transformer架
构，其算法复杂度决定了性能
和能耗难以平衡。

荣耀CEO赵明曾在与媒
体交流中指出，端侧大模型必
然带来更高的硬件需求。赵明
透露，未来一段时间，手机厂商
会宣传端侧大模型，但当前在
端侧普遍使用的通常只是10
亿、20 亿参数规模的“小模
型”。他进一步表示，任何AI
应用，如果不能平衡用户隐私、
算力和低功耗，就无法提供更
好的消费者体验。

求解未来升级路线，栾剑
认为，解决方案首先包括增加
内存容量和带宽，以便终端设
备能够承载更大的模型；其次
是提升或优化算力，更高效地
支持大模型的网络结构与算
子；此外，软件层面上，持续探
索模型的压缩和量化，以及推
理算法的改进，从而在保持同
等效果的条件下降低算力需
求。“更重要的是，端侧大模型
的发展将改变手机的使用方
式，可能催生新的生态系统，因
此软件架构需要适时调整，以
适应新的需求。”他说。

现代化铁路技术装备
展览会在京举行

近日，第十六届中国国际现

代化铁路技术装备展览会在中国

国际展览中心（朝阳馆）举行，来

自14个国家和地区近400家企业

参展，展品涵盖铁路全产业链的

最新技术和装备产品。

中国城市报记者 全亚军摄


